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INTRODUCERE

Metodele de testare a ansamblului de placi cu circuite
imprimate (engl. PCB) sunt o parte integrantd a procesului de
productie. Producdtorii moderni de sisteme si dispozitive
electronice ofera diferite metode de testare a placilor de circuite
imprimate care includ:

1. Testarea in cadrul schemei;

Testarea sondei zburatoare (PCB Flying probe test);
Testarea optic automata;

Testarea arderii (Burn In Test);

Examinarea cu raze X;

Testarea functionala;

Testarea imaginilor termice.

Testarea imaginilor termice este cea mai rapida, mai precisa
s1 promitatoare metodda modernd de diagnosticare a placilor cu
circuite imprimate.

Metodele traditionale de testare optica sunt adesea
insuficiente pentru a detecta defecte mari. Insd existi si metode
alternative de testare.

Cand se aplica tensiune pe placa de circuit imprimat, prin
circuitele electronice trece un curent electric, ceea ce conduce la
incalzirea elementelor de pe placa (fig.1).

Nk wbd

Fig. 1. Imagine cu supraincdlzirea PCB
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Apoi pot fi determinate si vizualizate cAmpurile termice ale
placilor PCB cu ajutorul unei camere de termoviziune. Cu suficiente
cunostinte despre caracteristicile campului termic, defectele de
productie pot fi detectate deja la inceputul procesului de proiectare.
Testarea imaginii termice poate fi, de asemenea, eficientd in
productia de serie sau prototipare.

In timpul etapei de proiectare a PCB, termografia poate fi
utilizatda pentru a vizualiza Iincdlzirea excesivd a anumitor
componente. Acest lucru poate fi cauzat de o varietate de defecte,
inclusiv scurtcircuite electrice, componente instalate incorect sau
staniu de lipit insuficient. Aceste probleme pot fi detectate cu
ajutorul unei camere termice.

Imaginile termice joacd un rol important la testarea simultana
a unui numdr mare de placi de circuite imprimate instalate si, de
asemenea, poate ajuta la detectarea imediata a unei game largi de
probleme dupa asamblarea PCB. Daca, de exemplu, o componenta
nu este instalata corect si existd conexiuni “reci”’, componentele pot
fi expuse la cildurd semnificativa. In testarea traditionale a
echipamentelor, astfel de defecte nu apar intotdeauna imediat si,
prin urmare, trec neobservate. Dar, odata cu functionarea prelungita,
componentele nefiabile incep sa se defecteze din cauza
temperaturilor ridicate, ceea ce duce la defectarea intregii placi de
circuit imprimat.

Aceste probleme pot fi detectate cu o camera termica imediat
dupd montarea si activarea PCB, fara a fi nevoie de testarea
functionala! Cand se compara o imagine termicd a unui PCB
normal cu o imagine a placii testate, este usor detectatd o diferenta,
ceea ce indica prezenta defectelor.

Imagistica termicd Imbunatiteste procesul de proiectare a
PCB si poate reduce timpul de proiectare. Dacd amplasarea



componentelor pe placd nu este realizatd corect, atunci fluxul de
curent ridicat prin unele parti ale PCB va provoca o incalzire
excesiva (fig. 2). Acest lucru, la randul sau, va face PCB instabil si
ii va scurta durata de viatd. In plus, aceste probleme de proiectare
sunt foarte greu de detectat fara o camera termica.

Fig. 2. Exemplu de imagine termicd a supraincalzirii elementelor PCB

Supraincalzirea componentelor electronice cauzatd de
tensiunea electrica este cel mai important factor care reduce
fiabilitatea acestora. Cresterea temperaturii cu 10-15°C intr-un
dispozitiv semiconductor poate reduce durata de viatd a produsului
cu mai mult de 50%.

Vom analiza in continuare capacitatile si caracteristicile
camerei termice FOTRIC 616C. Aceasta este mai indicatd decat
altele la testarea cip-ului si detectarea defectelor de proiectare a
PCB in baza urmatoarelor avantaje:

e lentila macro- cu o rezolutie de 50 um si o sensibilitate
ridicata de 50 mK;

e fluxuri video radiometrice complete cu frecventa de cadre
configurabile de pana la 30 Hz;



e precizie mare de masurare + 2°C sau + 2%, oricare dintre
acestea este mai mare;

e software puternic pentru analiza la PC - AnalyzIR.

Camera are urmatoarele capacitati functionale:

1) Optimizarea rutei cip-urilor

Cu ajutorul camerelor termice designerii pot determina
distributia generald a caldurii si, totodatd, pot adauga racitoare si
alte componente. La compilarea codului pentru FPGA, rutarea cip-
urilor poate sa nu fie optima. Schimbarea temperaturii in diferite
zone poate fi mapatd cu FOTRIC AnalyzIR pentru a detecta sarcini
excesive pe unele zone ale cip-ului mai mari (fig. 3).
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Fig. 3. Curbe de distributie timp—temperaturd a pieselor
cu sarcind excesivi (programul AnalyzIR)

Distributia tridimensionald a temperaturii poate vizualiza mai
bine anomalia termicd (programul AnalyzIR) (fig. 4).



Fig. 4. Anomalie termicd in zona procesorului

2) Timp redus de dezvoltare PCB

Utilizarea imaginilor termice reduce timpul de dezvoltare a
plicii si imbunititeste procesul de proiectare a PCB. In cazul unui
defect in amplasarea elementelor, prin unele zone ale PCB va curge
un curent puternic, conducand la o incélzire excesiva care, la randul
sdu, va face PCB instabil si 11 va scurta durata de viatd. Cu toate
acestea, nu este usor a fi detectate aceste defecte de design fard o
camera termica.

Inregistrand anomaliile termice ale componentelor PCB,
camera FOTRIC 616C poate detecta rapid defectul de proiectare si
poate Inregistra procesul de generare a caldurii (fig. 5).




b)
Fig. 5. a) Placi de baza NVIDEO; b) puncte de supraincalzire

3) Detectarea problemelor dupa asamblarea PCB

Camerele termice pot verifica simultan un numar semnificativ
de PCB instalate si pot ajuta la identificarea imediatd a unei game
largi de probleme dupa montarea PCB (fig. 6).
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Fig. 6. Defecte de montare



4) Incalzirea datorita conectarii la rece

O componentd amplasatd incorect pe un PCB cu conexiuni
reci poate deveni foarte fierbinte.

In prima etapi a testarii echipamentelor traditionale, astfel de
defecte trec adesea neobservate, iar in timpul functiondrii pe termen
lung, din cauza temperaturilor ridicate, componentele pot inceta sa
functioneze, apoi si intreaga placa.

Aceste probleme pot fi detectate de camera termicd FOTRIC
616C imediat dupd montarea si activarea PCB fara a fi nevoie de
testarea functionala. Operatorii pot gasi orice anomalie, comparand
imaginile 1n infrarosu ale unui PCB testat cu un PCB functional fara
a cunoaste designul.

Astfel, controlul si monitorizarea ,,comportamentului” termic
al componentelor electronice este necesar pentru a detecta posibilele
defectiuni ale acestora si pentru a le imbunatati fiabilitatea.
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